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 新製品「ＹＰＭ１１５０」販売開始に関するお知らせ  

 

 当社は、独自の「小型・高精密プレス機構」と「中央加圧方式」の開発により、大判リードフレーム・

基板に対応し、さらに変形量の抑制・有効盤面の極大化を実現した新製品「ＹＰＭ１１５０」の販売を

開始しますので、その概要をお知らせいたします。 

 

記 

１、開発の背景 

半導体業界のコスト競争は激しく、各半導体メーカーはリードフレーム・基板の大判化によるコスト

ダウンを急速に進めております。そのためモールディング装置では、プレス機構を大型化することで大

判化に対応しておりましたが、従来のプレス機構のままでは装置自体が大型化し、工場での設置可能台

数を制約することから、半導体メーカーが望むコストダウンを実現できない問題がありました。 

当社はホールドフレーム構造を採用した独自の「小型・高精密プレス機構」と「中央加圧方式」の開

発に成功し、大判リードフレーム・基板に対応した量産用装置であると同時にフットプリント（設置面

積）を大幅に抑制し、さらに半導体モールディングプロセスにおける変形量の抑制・有効盤面の拡大を

可能とする新しいモールディング装置を実現いたしました。この新製品により、半導体メーカー各社の

生産コスト削減に大きく貢献できるものと考えております。 

 

２、製品概要と販売計画等 

（１）製品概要 

・対応リードフレーム  １００mm×３００mm 

・中央加圧方式（ホールドフレーム構造を採用）によりリードフレーム均一クランプを実現 

・サイドゲート、トップ/エッジゲート 全てに対応可能 

・当社従来機比３５％以上の生産効率向上 

・プレス機構の小型化・剛性向上 

  

（２）販売計画 

   ・販売開始時期  ２０１１年１２月 

   ・販売目標    年間５０台（2013 年 3 月期） 

以上 

           
新製品 「 ＹＰＭ１１５０ 」 


